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(54) Title: METHOD FOR INTRODUCING AT LEAST ONE CUTOUT OR APERTURE INTO A SHEETLIKE WORKPIECE 

(54) Bezeichnung : VERFAHREN ZUM EINBRINGEN MINDESTENS EINER AUSNEHMUNG ODER EINER 
DURCHBRECHUNG IN EIN PLATTENFORMIGES WERKSTUCK 
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(57) Abstract: The invention relates to a method for introducing at least one cutout (4), in particular in the form of an aperture, into 
a sheetlike workpiece (1) having a thickness of less than 3 millimetres. To this end, a laser beam (2) is directed onto the surface of 
the workpiece (1). The exposure time of the laser beam (2) is selected to be extremely short so that only a modification of the 
workpiece (1) concentrically around a beam axis of the laser beam occurs. Such a modified region having defects (3) results in a 
chain of blisters. In a subsequent method step, as a result of the action of a corrosive medium, anisotropic material removal takes 
place by successive etching in those regions of the workpiece (1) that are formed by the defects (3) and have previously been 
modified by the laser beam (2). As a result, along the cylindrical zone of action, a cutout (4) is produced as an aperture in the 
workpiece (1). 

(57) Zusammenfassung: 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Einbringen mindestens einer Ausnehmung (4), insbesondere als eine Durchbrechung, in 
ein plattenformiges Werkstiick (1) mit einer Dicke kleiner als 3 Millimeter. Hierzu wird eine Laserstrahlung (2) auf die Oberflache 
des Werkstiickes (1) gerichtet. Die Einwirkungsdauer der Laserstrahlung (2) wird auBerst kurz gewahlt, sodass lediglich eine 
Modifikation des Werkstiickes (1) konzentrisch um eine Strahlachse des Laserstrahles eintritt. Ein derart modifizierter Bereich mit 
Fehlstellen (3) flihrt zu einer Kette von Blaschen. In einem nachfolgenden Verfahrensschritt kommt es aufgrund der Einwirkung 
eines atzenden Mediums durch sukzessives Aufatzen zu einem anisotropen Materialabtrag in denjenigen, durch die Fehlstellen (3) 
gebildeten Bereichen des Werkstiickes (1), die zuvor eine Modifikation durch die Laserstrahlung (2) erfahren haben. Entlang der 
zylindrischen Einwirkungszone entsteht dadurch eine Ausnehmung (4) als Durchbrechung in dem Werkstiick (1). 


